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RESUMEN

Este informe de entrega una consulta del estado de las patentes del tema
“‘Materiales y procesos de manufactura” de forma general. Se presenta la
publicacion y presentacion por afo, las palabras con mayor concurrencia,
informacion de asignacidn por solicitantes y caracterizacion por industria y paises.
Este es un insumo para la comunidad académica USTA cuyo objetivo es potenciar
la trasferencia de conocimiento y tecnologia al sector productivo del pais.

Palabras Claves: Patentes, Informe de patentes, Materiales, Procesos de
manufactura

ABSTRACT

This report provides a general patent status query on the topic "Materials and
manufacturing processes". The publication and presentation by year are
presented, the words with the highest concurrence, allocation information by
applicants and characterization by industry and countries. This is an input for the
USTA academic community whose objective is to promote the transfer of
knowledge and technology to the country's productive sector.

Keywords: Patents, Patent Landscapes Reports, Materials, Manufacturing
processes
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Ficha técnica

Fuente Expresion de busqueda

Innovation IQ Plus - | “Materials and manufacturing processes”
IEEE

Periodo de analisis: 1980 — 2020

Fecha de consulta: 10/12/2020
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Grdfico 1. Patentes por afo (Fuente: 1Q Plus)

PATENT LANDSCAPES REPORTS




Observatorio de cienciometria USTA

674
600
400
257
200 12 £y
0 ) e =y = o
1974-74 1980 - 84 1900 - 94 2000 - 04 2010 - 14 2020 - 24
| | 1
1980 1990 2000 2010 ﬂ‘ TEn)
ﬁ s T N LV u-“»nm-ai-r-'jmmﬂm_mwmmﬁ-‘ JLJII 1|1 l'“ur.’dl L{ o

F l - o »

Grdfico 2. Aplicaciones por afio (Fuente: 1Q Plus)
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Grdfico 3. Nube de palabras de las palaras con mayor concurrencia en las patentes
(Fuente: 1Q Plus)
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Grdfico 4. Top 10 de los mayores solicitantes (Fuente: 1Q Plus)
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Grdfico 5. Top 10 del primer inventor con mds patentes (Fuente: 1Q Plus)
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Grdfico 6. Mapa de patentes por el pais de origen basado en el inventor (Fuente: 1Q Plus)
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Grdfico 7. Mapa de patentes por el pais de origen basado en el primer solicitante (Fuente:
1Q Plus)
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Grdfico 8. Primer cesionario por CPC (Fuente: IQ Plus)
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https://ip.com/pat/US7079910
https://ip.com/pat/CN106827498B
https://ip.com/pat/DE102019110245A1
https://ip.com/pat/DE102019110245A1
https://ip.com/pat/CN105397276A
https://ip.com/pat/JP2004141888A
https://ip.com/pat/EP3687717A1
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https://ip.com/pat/WO2019058020A1
https://ip.com/pat/US20200276642
https://ip.com/pat/CN105939835B
https://ip.com/pat/CN105980120A
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